
　　　炭酸ガス　ドライステーション
　　　Ｆｅｍｔｅｃｈ　Ice Clean system



株式会社フェムテック　プロファイル

 会社設立　　　　　２００２年　２月

 資本金　　　　　 　１０，０００，０００円

 本 社　　　 　東京都荒川区西日暮里２－50－5
　　　　　　　　　　 TEL:　０３－５６１５－３２３２

 工 場　　 　神奈川県綾瀬市吉岡東３－４－２９

　　　　　　　　　 　TEL:　０４６７－７９－３６７８

 従業員　　　　 ６名



Ｉｃｅ Ｃｌｅａｎ洗浄概略図



ＩｃｅＣｌｅａｎバリアブルパフォーマンスＣＯ２ノズル

洗浄目的、基板材質に合わせて、ノズル番手選
択する事による最適な洗浄パフォーマンスの提供

ノズル番手を変更すると・・・・

１．ＣＯ２粒径の可変

２．ＣＯ２密度の可変

３．ＣＯ２噴出速度の可変



ＣＯ２粒子による洗浄原理（１）

 物理的な力による洗浄

　　高圧流体ドライアイスの衝突パワー

　エネルギー（衝突時のエネル
ギー）をパーティクルに与る
事による洗浄！



ＣＯ２粒子による洗浄原理（２）

 化学的な溶解力による洗浄

　
Ｇａｓ圧によって打ち出されるドライアイ

ス粒子が基板衝突時、その圧力によって

ＣＯ２粒子の再液状化（臨界状態ＣＯ２）

により、有機物の溶解除去いたします



N2パージノズルによる露点強制低下

N2パージノズルの採用にて加工可能時間まで1/6以下に短縮。

（特許出願中）



○スラリー同時噴射で加工パワーの大幅ＵＰ！
○各液体不活性ＧＡＳの同時噴射にて静電気破壊を防止。
（特許申請中）



洗浄アプリケーション例１（物理エネルギーによる洗浄）

 ＧａＡｓ，Ｆｅ－ＲＡＭ，ＧＭＲ－Ｈｅａｄ等リフトオフ、エッチング後のバリ
取り。

 メタル種類：　Ｐｔ，Ｉｒ等高高度貴金属系　及びＮｉＦｅ、Ｃｒなどの多層膜



洗浄アプリケーション例２（完全なドライ洗浄）

 有機，無機ＥＬのＩＴＯ上（ＥＬ素子成膜前）の有機、メタル
パーティクルの除去

 ダークスポットの除去



洗浄アプリケーション例３（サーマルショックによる膜剥離）

 ＧａＡｓ、ＩｎＰ等化合物半導体などのリフトオフプロセス

 溶剤等の廃止。

 メタルパーティクルの再付着防止

 完全メタル回収

 バリ同時除去



洗浄アプリケーション例４（デリケートな基板洗浄）

 ＣＣＤセンサー、マイクロレンズ洗浄

 ＣＣＤ、ＬＳＩ等のボンディング後の洗浄

 リードフレームの洗浄



化合物半導体生産ライン（リフトオフプロセス）CＯ2
クリーニングシステム消費量予測

４インチウエファ一枚あたりの炭酸ガス予想消費量（フォルテシモＮｏｚｚｌｅ仕様）

１ウエファあたりのノズルスキャンタイムは約５ｍｉｎ。

システムのＣＯ２消費量は０．２５５ｋｇ／min。
１ウエファあたりのＣＯ２消費量＝０．２５５ｋｇ×５ｍｉｎ＝１．２７５ｋｇ／枚

月産４インチウエファ５００枚と仮定いたしますと、

１．２７５ｋｇ×５００枚＝６３７．５ｋｇ／月の消費量となります。

気体体積の消費量で計算いたしますと、

０．２５５ｋｇ／ｍｉｎ＝０．１２３Ｎｍ３／ｍｉｎ（２０℃の場合）

０．１２３Ｎｍ３×５ｍｉｎ×５００枚＝３０７．５Ｎｍ３

３０７．５Ｎｍ３／月の消費量となります。



各CＯ2供給方法におけますランニングコスト

Ａ：ガスメーカーよりのＣＯ２ＧａｓＣｙｌｉｎｄｅｒにおける供給（99.995%）

　２，５００円／Ｋｇ　６３７．５Ｋｇ２，５００円＝１，５９３，７５０円／月

Ｂ：ガスメーカーのＣＯ２精製装置レンタルの場合（５年契約等長期契約必要）

　　４００円／ｋｇ　　６３７．５ｋｇ×４００円＝２５５，０００円／月

　　配管設置料金、約１２，０００，０００円、5年にて償却・・・２００，００
０円／月

　　２５３，６００円＋２００，０００円＝４５３，６００円／月

C：三井造船製PSA　リサイクリングシステム（ＣＯ２精製機能有の場合）

　　CＯ2回収率８６％として、

　　１００円／ｋｇ　　６３７．５ｋｇ×１００円×１４％＝８，９２５円／月

　　本体価格５，０００万円、　５年償却・・・・８３３，３３３円／月

　　８，９２５円＋８３３，３３３円＝８４２，２５８円／月

D：ＣＯ２精製装置購入した場合。

　　１００円／ｋｇ　　６３７．５ｋｇ×１００円＝６３，５００円／月

　　本体価格２，５００万円と仮定し、　５年償却・・・４１６，６６６円／月

　　６３，５００円＋４１６，６６６円＝４８０，１６６円／月



CＯ2クリーニングシステム
実績表及び軟X線遮蔽材料データ

平成１４年６月５日
株式会社フェムテック



Photo Ionizer　軟X線遮蔽材料Data
Ｎｏ 品名 主材質 厚み(mm) 透過率

吸収計数

（μ） メーカー名

透過前

（μSv/h）

透過後

（μSv/h） 遮蔽材適否

1

塩化ビニー

ル板 PVC 4.000 ERR 積水化学 900 適

2
塩化ビニー
ル板 PVC 2.000 ERR 積水化学 900 適

3

塩化ビニー

ル板 PVC 1.000 3.78E-05 101.8 積水化学 900 34.0 適

4
塩化ビニー
ル板 PVC 0.500 6.90E-04 145.6 積水化学 900 621.0 不適

5

塩化ビニー

ルシート PVC 0.300 7.78E-03 161.9 積水化学 900 7000.0 不適

6

塩化ビニー

ルシート PVC 0.150 3.00E-02 233.8 積水化学 900 27000.0 不適

7 アルミ板

アルミニュウ

ム 2.000 0.00E+00 ERR 900 適

8 アルミ板

アルミニュウ

ム 0.300 5.10E-04 252.7 900 459.0 不適

9 アルミ箔
アルミニュウ
ム 0.015 7.11E-02 1762.3 900 64000.0 不適

10 CR手袋 シリコンゴム 0.200 2.00E-02 195.8 900 18000.0 不適

11

ポリプロピレ

ン板

ポリプロピレ

ン 0.340 3.44E-02 99.1 900 31000.0 不適

12

パイレックス

ガラス SiO2 2.000 1.78E-06 66.2 900 1.6 適
13 Siウエファー Si 1.000 1.20E-05 113.3 900 10.8 適

14
X線セーフ
ティケース 鉛 0.100 3.33E-08 1721.7 ハクバ写真 3000 0.1 適

15

X線セーフ

ティケース 鉛 0.050 2.67E-06 2566.9 ハクバ写真 3000 8.0 適

16

エスロンDC
プレート（ア

クリル） アクリル 5.000 1.00E-02 9.2 積水化学 150 1500.0 不適

17

エスロンDC
プレート（塩

ビ） PVC 5.000 6.67E-09 37.7 積水化学 150 0.0 適

18

エスロンDC

プレート（PC)

ポリカーボ

ネート 5.000 1.53E-02 8.4 積水化学 150 2300.0 不適

19

ポリカーボ

ネート

ポリカーボ

ネート 5.000 4.30E-03 10.9 79 340.0 不適
20 塩ビ PVC 5.000 1.27E-08 36.4 79 0.0 適

21

エスロンNC
プレート（塩

ビ） PVC 5.000 6.67E-09 37.7 積水化学 150 0.0 適

22

コーヒーパッ
ケージフイル

ム ？ 0.100 ERR 13.35 120 105000.0 不適

株式会社フェムテック



Co2クリーニングシステム国内外実績表　（平成１４年６月現在）

業種 素材（被洗浄物） アプリケーション 形式 会社数 台数（国内） 台数（海外）

GMRヘッド Ａｌｔｉｃウエファー リフトオフ後のバリ取り フルオート 10 13 25
GMRヘッド Ａｌｔｉｃウエファー リフトオフ後のバリ取り セミオート 2 3
GMRヘッド Ａｌｔｉｃウエファー CMP後のスラリー除去 フルオート 1 1
GMRヘッド ＡｌｔｉｃＲｏｗｂａｒ レジスト残差洗浄 セミオート 1 1
磁気ディスク Ａｌ，ガラスメディア 成膜前洗浄、スパッタ残差洗浄 フルオート 5 6
ＣＣＤセンサー ＣＣＤアレー ＣＣＤ表面洗浄（ボンディング後） セミオート 2 2
ＬＳＩチップ リードフレーム モールディング前洗浄 セミオート 1 2
化合物半導体 ＧａＡｓ（ＩｎＰ）ウエファー リフトオフ フルオート 6 1 10
光学ガラス 光学レンズ 光学膜成膜前洗浄 マニュアル 1 1 2
マスク セミオート 1 2

合計 30 24 45

株式会社フェムテック



特徴 輸入機 国産機

装置内部雰囲気及び安全性

1 N2パージによる除湿 有り 有り

2 集塵方式 ＨＥＰＡ ＨＥＰＡ

3 パーティクルモニター オプション（Ｃｌａｓｓ１００） オプション（Class100)

4 静電気対策 イオンバー 軟X線イオナイザー

5 イオンバランスモニター 必要 不要

6 軟X線積算時間カウンター 無し 有り

7 軟X線漏洩防止機能 塩ビパネル 強化ガラスパネル

8 Cｏ２漏洩防止筐体 無し 有り

9 チャンバー内酸欠センサー 無し 有り

10 チャンバー内ガス強制排出機構 無し 有り

11 電装部品過熱防止機構 無し 有り

12 リフトオフ膜回収機構 オプション 標準にて装備

インターロック

1 湿度モニターインターロック 有り 有り

2 各ドア、パネル開閉インターロック 有り 有り

3 軟Ｘ線インターロック 有り 有り

4 酸欠センサーインターロック 無し 有り

株式会社フェムテック

国産機、輸入機性能比較（１）



性能比較 　輸入機 国産機

1 ドライアイス粒径の調整が可能 ノズル交換にて可能 ノズル交換にて可能

2 ドライアイスの密度が調整可能 ノズル交換にて可能 ノズル交換にて可能

3 ドライアイスの流速が調整可能 ノズル交換にて可能 ノズル交換にて可能

4 ノズル角度が調整可能 手動にて可能 外部から自動で調整可能

5 ノズルー基盤間距離が調整可能 手動にて可能 外部から自動で調整可能

6 ノズルの基盤スキャンスピードが可変可能 可能 可能

7 ノズルステップサイズが可変可能 可能 可能

8 基盤ローテーションが可能（０°９０°１８０°３６０°） 可能 可能

9 液体Ｃｏ２用フイルター ０．００３μｍ ０．００３μｍ

10 基盤加熱が可能 ８０℃まで １２０℃まで

11 基盤温度８０℃到達時間 約６ｍｉｎ ３ｍｉｎ以内

12 基盤加熱方式 抵抗加熱 抵抗加熱

13 基盤加熱容量 ２５０Ｗ ４０００Ｗ

14 基盤強制冷却機構 無し 有り

15 基盤温度モニター 無し
非接触放射温度計により可
能

16 ４インチ基盤収納枚数 ４枚 ６枚

17 制御方式 Ｗｉｎｄｏｗｓアプリケーションソフト シーケンサ制御

国産機、輸入機性能比較（２）

株式会社フェムテック


